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Vergussmasse als Diffusionsbarriere fiir Wassermolekiile

Die Erfindung betrifft eine Vergussmasse auf der Basis eines
transparenten Epoxy- oder Siliconharzes, insbesondere fur Verwendungen
in einem elektrolumineszierenden Bauelement, welches vorzugsweise
weilles Licht aussendet sowie ein Verfahren zur Herstellung derartiger
Vergussmassen. Die Vergussmasse dient dabei durch den Einsatz von
Glas- oder Silicaplattchen als Diffusionsbarriere fiur Wassermolekdle.

Kommerzielle weifte pc-LEDs bestehen aus einem Chip, der im blauen
Spektralbereich emittiert uhd einer Beschichtung bestehend aus Silicon-
oder Epoxyharz, in der sich ein oder mehrere Leuchtstoffe befinden.

Die Leuchtstoffe basieren haufig auf Silikatischen, Sulfidischen,
Nitridischen oder Oxynitiridischen Materialien. Diese Materialien haben die
Eigenschaft, dass sie sich in Gegenwart von geringsten Spuren von
Feuchtigkeit zersetzen.

Bei den ortho-Silikatleuchtstoffen trifft dies insbesondere auf die griinen,
hohe Konzentrationen an Barium enthaltenden Leuchtstoffe zu. Die in der
Luft enthaltene Feuchtigkeit diffundiert durch die Silicon- bzw. Epoxyharz-
Matrix zu den Leuchtstoff-Partikeln. Dies hat zur Konsequenz, dass bedingt
durch die Zersetzung des Leuchtstoffes dessen Helligkeit mit der Zeit
abnimmt und degradiert. Damit einher geht die Abnahme der Performance
der weiflen pc-LED: Zum einen &ndert sich der Farbpunkt der LED. Des
Weiteren werden bei der LED der Chip, vorhandene Reflektoren und die
elektrischen Anschliisse durch die Hydrolyseprodukte von sulfidischen bzw.
(oxy-)nitridischen Leuchtstoffen korrosiv zerstort.

Die durch den notwendigen Austausch der LED entstehenden Kosten
behindern die schnelle Substitution von uneffizienten und mit kurzer
Lebensdauer behafteten Gluhbirnen, Halogenlampen und

Fluoreszenzlampen durch wei’e LEDs.
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Aus EP 862794 ist eine wellenlangenkonvertierende Vergussmasse
bekannt, die aus Epoxyharz besteht und anorganische
Leuchtstoffpigmente enthalt. Zur Verminderung der Agglomeratbildung
kénnen die Leuchtstoffpigmente mit einem Silicon-Coating versehen

werden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, Vergussmassen zur
Verfugung zu stellen, die einen oder mehrere der oben genannten
Nachteile nicht aufweisen.

Uberraschenderweise wurde jetzt gefunden, dass die, durch Spuren von
diffundierendem Wasser verursachte, Zersetzung des Leuchtstoffes
innerhalb der Vergussmasse aus einer Silicon- oder Epoxyharz-Matrix
durch das Einbringen von plattchenférmigen anorganischen Partikeln in die
Matrix verhindert werden kann. Die plattchenférmigen Partikel, die aus
Glas oder Silica bestehen, wirken als effiziente Diffusionsbarriere fir die
Wassermolekiile. Des weiteren kénnen die plattchenférmigen Partikel im
Silicon- oder Epoxyharz dispergiert werden und als separate
Diffusionssperrschicht direkt auf die Leuchtstoffbeschichtung der LED
aufgebracht werden. (Abbildung 1 A bzw. 1 B)

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit eine Vergussmasse auf
der Basis mindestens eines transparenten Silicon- oder Epoxyharzes
enthaltend anorganische Leuchtstoffpartikel sowie Glas- und/oder
Silicapartikel, vorzugsweise plattchenférmig, und eine UV- oder blaue
Leuchtdiode.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform sind die Glas- oder Silicapartikel
und die Leuchtstoffpartikel in der Vergussmasse homogen verteilt (siehe
Abb. 1 A)

In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform sind die plattchenférmigen
Glas- oder Silicapartikel in der Vergussmasse dispergiert und planparallel

ausgerichtet und als separate Diffusionssperrschicht direkt auf einer



WO 2011/079900 PCT/EP2010/007271

zusatzlichen Vergussmasse, welche ausschlieRlich die Leuchtstoffpartikel
enthalt, angeordnet.(siehe Abb. 1B)

Vorzugsweise besitzen die Glas- und Silicapartikel einen Durchmesser von
5 ‘bis 20 pym und eine Dicke von 0,1 bis 5 pm.

Vorzugsweise liegt der mittlere Korndurchmesser dso der
Leuchtstoffpartikel < 20um.

Der Effekt der plattchenférmigen Glas- und Silica-Partikel beruht darauf,
dass der Diffusionsweg der Wassermolekiile in der Vergussmasse aus
Silicon- oder Epoxyharz-Matrix blockiert wird. Dies geschieht durch
planparallele Ausrichtung der Partikel in bestimmten Doménen sowie durch
die versetzte Anordnung der Plattchen in vertikaler Richtung. (siehe Abb. 2)

Aufgrund der Tatsache, dass Gias- bzw. Silica-Partikel annahernd die
Brechzahl der Silicon- bzw. Epoxyharz-Matrix im Bereichvonn=1,4-15
aufweisen, werden die optischen Eigenschaften der weilen LED nicht
negativ beeinflusst. Durch die geringfigig streuenden Eigenschaften der
plattchenférmigen Partikel (Effekt der Partikelkanten) verbessert sich die
Homogenitat der Helligkeit und Farbtemperatur Uber den Winkelbereich der
weillen LED.

Zur Verbesserung der Dispergierbarkeit der plattchenférmigen Glas-
und/oder Silica-Partikel innerhalb des Epoxy- bzw. Siliconharzes kénnen
die Partikel oberflachenbeschichtet werden. Die plattchenférmigen Partikel
werden dann mit Siliconen/ Silanen nasschemisch oder durch Aufdampfen
beschichtet. Diese Silicium-organischen Verbindungen reagieren mit den
Oberflachen- OH-Gruppen der plattchenférmigen Partikel. Durch
Modifizierung der organischen Ketten der Siliziumverbindungen wird die
gewunschte Hydrophobie der Partikel, Struktur der Oligomer /
Polymerketten und die Ankopplung (physikalisch und /oder chemisch) an

das Harz gesteuert.
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Vorzugsweise bestehen die Leuchtstoffpartikel aus mindestens einem der
folgenden Leuchtstoffmaterialien:

(Y, Gd, Lu, Sc, Sm, Tb)s (Al, Ga)sO12:Ce (mit oder ohne Pr), (Ca, Sr,
Ba),Si04:Eu, YSIO;N:Ce, Y2Siz03N4:Ce, Gd2SisO3N4:Ce, (Y,Gd, Tb,Lu)sAls.
xSixO12xNx:Ce, BaMgAl10047:Eu, SrAl;04:Eu, SrsAl14025:Eu,
(Ca,Sr,Ba)Si;N,02:Eu, SrSiAl,O3N2:Eu, (Ca,Sr,Ba),SisNg:Eu, CaAISiN3:Eu,
Zink-Erdalkaliorthosilikate, Kupfer-Erdalkaliorthosilikate, Eisen-Erdalkali-
orthosilikate, Molybdate, Wolframate, Vanadate, Gruppe-lll Nitride, Oxide,
jeweils einzeln oder Gemischen derselben mit einem oder mehreren

Aktivatorionen wie Ce, Eu, Mn, Cr und/oder Bi.

Besonders bevorzugte anorganische Leuchtstoffpartikel zur Herstellung
von weill leuchtenden optoelektronischen Bauelementen sind ortho-
Silikate.

Die Edukte zur Herstellung des Leuchtstoffpartikel bestehen aus dem
Basismaterial (z.B. Salzlésungen des Yttrium, Aluminiums, Gadoliniums
etc.) sowie mindestens einem Dotierstoff (z.B. Cer). Als Edukte kommen
anorganische und/oder organische Stoffe wie Nitrate, Halogenide,
Carbonate, Hydrogencarbonate, Phosphate, Carboxylate, Alkoholate,
Acetate, Oxalate, Sulfate, metallorganische Verbindungen, Hydroxide
und/oder Oxide der Metalle, Halbmetalle, Ubergangsmetalle und/oder
Seltenerden in Frage, welche in anorganischen und/oder organischen
Flussigkeiten gelost und/oder suspendiert sind. Vorzugsweise werden
Mischnitratiésungen, Chlorid- oder Hydroxidlésungen eingesetzt, weiche
die entsprechenden Elemente im erforderlichen stéchiometrischen

Verhaltnis enthalten.

Weiterhin wird die Aufgabe gema der Erfindung gel6st durch ein
Verfahren zur Herstellung einer Vergussmasse auf der Basis mindestens

eines transparenten Silicon- oder Epoxyharzes enthaltend anorganische
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Leuchtstoffpartikel sowie Glas- und/oder Silicapartikel und eine UV- oder
blaue Leuchtdiode, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:
a) Homogenes Mischen anorganischer Leuchtstoffpartikel mit
pulverférmigen Glas- und/oder Silicapartikeln
b) Dispergieren der Mischung aus Leuchtstoffen und Glas- oder
Silicapartikeln mit dem transparenten Silicon- oder Epoxyharz.
c) Beschichten der blauen Leuchtdiode mit Silicon- oder
Epoxyharz, welches den Leuchtstoff und die Glas- und/oder
Silica-Partikel enthalt.
d) Ausharten der Beschichtung.

Das Aushérten der Beschichtung erfolgt bei Temperaturen zwischen 120

und 180 °C, vorzugweise bei 150°C

Die Herstellung der Glas- und Silica-Partikel geschieht nach
herkémmlichen Verfahren Uber einen Bandprozess aus den
entsprechenden Alkalisalzen (z.B fur Silica aus einer Kalium- oder
Natronwasserglas-Lésung). Das Herstellverfahren ist ausfuhrlich in EP
763573, EP 608388 und DE 19618564 beschrieben.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist weiterhin ein Verfahren zur
Herstellung einer Vergussmasse auf der Basis mindestens eines
transparenten Silicon- oder Epoxyharzes enthaltend anorganische
Leuchtstoffpartikel sowie Glas- und/oder Silicapartikel und eine UV- oder
blaue Leuchtdiode, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:
a) Dispergieren der anorganischen Leuchtstoffpartikel mit Silicon-
oder Epoxyharz.
b) Beschichten der Leuchtdiode mit der Mischung aus
Leuchtstoffpartikel und Silicon- oder Epoxyharz.
c) Ausharten der Beschichtung.
d) Dispergieren der Glas- und/oder Silicapartikel in Silicon- oder

Epoxyharz.
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e) Herstellen einer Diffusionssperrschicht durch Beschichten der
ausgeharteten Leuchtstoffbeschichtung.
f) Ausharten der Diffusionssperrschicht.

Weiterhin bevorzugt ist es, wenn die plattchenférmigen Glas- oder
Silicapartikel mit Silicium-organischen Verbindungen (wie Siliconen oder
Silanen) nasschemisch oder durch Aufdampfen oberflachenbeschichtet
werden. Wie schon erwahnt, wird durch diese Beschichtung die

Ankopplung an das Epoxy- oder Siliconharz verbessert.

Der Vergussmasse kénnen zusatzlich lichtstreuende Partikel, sogenannte
Diffusoren (wie z.B. CaF;) zugesetzt sein. Hierdurch lasst sich
vorteilhafterweise der Farbeindruck und die Abstrahlcharakteristik des

Halbleiterbauelements weiter optimieren.

Zusatzlich kann die Vergussmasse noch Haftvermittler, Hydrophobiermittel,
Verarbeitungshilfsmittel und/oder Thixotropiermittel enthalten. Als
Thixotropiermittel kann z.B. pyrogene Kieselsdure verwendet werden. Das
Thixotropiermittel dient zur Eindickung des Epoxyharzes, um die
Sedimentation der Leuchtstoffpartikel zu vermindern. Als
Verarbeitungshilfsmittel eignet sich z.B. Glykolether.

Als Haftvermittler kann z.B. funktionelles Alkoxysiloxan eingesetzt werden,
welches die Haftung zwischen Leuchtstoffpartikeln und Harz verbessert.
Als Hydrophobiermittel kénnen z.B. flissiges Silikonwachs eingesetzt
werden, welches ebenfalls der Modifikation der Leuchtstoffpartikel-
Oberflache dient.

Bei der erfindungsgemaRen UV- oder blauen Leuchtdiode handelt es sich
um eine Lichtquelle aus einem lumineszenten
IndiumAluminiumGalliumNitrid, insbesondere der Formel IniGa;AlkN, wobei

0<i,0<j, 0<Kk, und i+j+k=1 ist.
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Dem Fachmann sind mégliche Formen von derartigen Lichtquellen
bekannt. Es kann sich hierbei um lichtemittierende LED-Chips

unterschiedlichen Aufbaus handein.

Die folgenden Beispiele sollen die vorliegende Erfindung verdeutlichen. Sie
sind jedoch keinesfalls als limitierend zu betrachten. Alle Verbindungen
oder Komponenten, die in den Zubereitungen verwendet werden kénnen,
sind entweder bekannt und kauflich erhaltlich oder kénnen nach bekannten
Methoden synthetisiert werden. Die in den Beispielen angegebenen
Temperaturen gelten immer in °C. Es versteht sich weiterhin von selbst,
dass sich sowohl in der Beschreibung als auch in den Beispielen die
zugegebenen Mengen der Komponenten in den Zusammensetzungen
immer zu insgesamt 100% addieren. Gegebene Prozentangaben sind
immer im gegebenen Zusammenhang zu sehen. Sie beziehen sich
Ublicherweise aber immer auf die Masse der angegebenen Teil- oder

Gesamtmenge.

Beispiele

Beispiel 1: Beschichtung von plattchenférmigen Glas- bzw. Silicapartikel

mit funktionellen Gruppen

1. A) Silanisierung fur Epoxypolymere:

100 g der Silica- bzw. Glaspartikel werden in 1350 ml VE- Wasser unter
intensivem Riihren suspendiert. Der pH-Wert der Suspension wird mit 5 wt
% H.SO4 auf pH=6.5 eingestellt und die Suspension auf 75°C erhitzt.
Anschlieflend werden 4,0 g eines 1:1-Gemisches von Silquest A-186 [beta-

(3,4-Epoxy cyclohexyl)ethyltrimethoxysilan] und Silquest A-1310 [Gamma-
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isocyanatopropyltriethoxysilan] innerhalb von 60 min bei moderatem
Ruhren zur Suspension dazudosiert. Nach erfolgter Zugabe wird
anschlieRend 15 min gerithrt, um die Ankopplung der Silane an die
Oberflache zu vervolistandigen. Der pH-Wert wird mittels 5 wt % H,SO, auf
6.5 korrigiert.

Die Suspension wird anschlieBend abfiltriert und mit VE-Wasser salzfrei
gewaschen. Die Trocknung erfolgt 20 h bei 130°C. Das so erhaltene Pulver
wird dann mittels 40 um Sieb gesiebt.

1. B) Silanisierung fir Siliconharz- Ankopplung:

100 g der Silica- bzw. Glaspartikel werden in 1350 ml VE- Wasser unter
intensivem Rihren suspendiert. Der pH-Wert der Suspension wird mit 5 wt
% H,S0,4 auf pH=6.5 eingestellt und die Suspension auf 75°C erhitzt.
AnschlieBend werden 6,0 g eines 1:2-Gemisches von Silquest A-1110
[gamma-aminopropytrimethoxysilan] und Silquest A-1524 [Gamma-
Harnstoffpropyltrimethoxysilan] innerhalb von 75 min bei moderatem
Ruhren zur Suspension dazudosiert. Nach erfolgter Zugabe wird
anschlieBend 15 min geriihrt, um die Ankopplung der Silane an die
Oberflache zu vervollstéandigen. Der pH-Wert wird mittels 5 wt % H.SO4 auf
6.5 korrigiert.

Die Suspension wird anschlielend abfiltriert und mit VE-Wasser salzfrei
gewaschen. Die Trocknung erfolgt 20 h bei 140°C. Das so erhaltene Pulver
wird dann mittels 40 pm Sieb gesiebt.

1. C) Silanisierung mit einem Vinylsilan fur Siliconharz- Ankopplung:

100 g der Silica- bzw. Glaspartikel werden in 1350 ml VE- Wasser unter
intensivem Ruhren suspendiert. Der pH-Wert der Suspension wird mit 5 wt

% H2S0O,4 auf pH= 6.8 eingestellt und die Suspension auf 75°C erhitzt.
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AnschlieBend werden 6,0 g eines 1:2-Gemisches von Silquest A-
174[Gamma-Methacryloxypropyltrimethoxysilan] und Silquest A-
151[vinyltriethoxysilan] innerhalb von 90 min bei moderatem Ruhren zur
Suspension dazudosiert. Nach erfolgter Zugabe wird anschlieBend 15 min
gerithrt, um die Ankopplung der Silane an die Oberflache zu
vervollstandigen. Der pH-Wert wird mittels 5 wt % H,SO4 auf 6.5 korrigiert.
Die Suspension wird anschlieRend abfiltriert und mit VE-Wasser salzfrei
gewaschen. Die Trocknung erfolgt 20 h bei 140°C.Das so erhaltene Pulver
wird dann mittels 40 um Sieb gesiebt.

Beispiel 2: Herstellung einer LED

A) Mischung von Leuchtstoff mit plattchenférmigen Partikeln

Es werden die folgenden Mischungen in einem Speedmixer ® (Drehzahl
3000 UpM, Zeitdauer: 5 min, Raumtemperatur) hergestellt:

Je 50 ml der beiden Harzkomponenten JCR 6122 a und b werden 4 Gew.
% eines der grunen ortho-Silikatleuchtstoffes und 2 % unbeschichtete
Glas- bzw. Silicapartikel bzw. die nach Beispiel 1 A, B, oder C
kompatibilisierten plattchenférmigen Partikel zugemischt. Die
plattchenférmigen Partikel weisen einen mittleren Durchmesser von 5 ym
bis 20 um und eine Dickenverteilung von 0,1 um bis 5 um auf. Die beiden
Harzmischungen werden vereinigt, gerihrt und entgast. Danach werden 10
ml in das VorratsgefaR eines Jetdispensers oder Schraubendosier-
ventildispensers gefillt. Unter das Dispensventil werden gebondete COB
(Chip on Board) Roh-LED packages platziert. Nun werden mit dem
Dispenser glob tops aus der Harzmischung auf die Chips der Roh-LED
packages getropft. Diese beschichteten LEDs werden im Trockenschrank
bei 150°C uber 1 Stunde temperiert. Dabei hartet das Harz (=

Vergussmasse) aus.
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B) Separate Diffusionssperrschicht

Es werden die folgenden Mischungen in einem Speedmixer ® (Drehzahl
3000 UpM, Zeitdauer: 5 min, Raumtemperatur) hergestelit:

Je 50 mi der beiden Harzkomponenten JCR 6122 a und b werden 4 Gew.
% eines granen ortho-Silikatleuchtstoffes zugemischt. Die beiden
Harzmischungen werden vereinigt, geriihrt und entgast. Danach werden 10
ml in das Vorratsgefa eines Jetdispensers oder
Schraubendosierventildispensers gefilit. Unter das Dispensventil werden
gebondete COB (Chip on Board) Roh-LED packages platziert. Nun werden
mit dem Dispenser glob tops aus der Harzmischung auf die Chips der Roh-
LED packages getropft. Diese beschichteten LEDs werden im
Trockenschrank bei 150°C tuber 1 Stunde temperiert. Dabei hartet das
Harz (= Vergussmasse) aus.

AnschlieBend werden wiederum 50 ml der beiden Harzkomponenten JCR
6122 a und b mit 4 Gew. % der unbeschichteten Glas- bzw. Silicapartikel
bzw. die nach Beispiel 1 A, B, oder C kompatibilisierten plattchenférmigen
Glas- und/oder Silicapartikel gemischt. Die beiden Harzmischungen werden
vereinigt, geruhrt und entgast. Danach werden 10 ml in das Vorratsgefal
eines Jetdispensers oder Schraubendosierventildispensers gefillt. Unter
das Dispensventil werden die beschichteten LEDs platziert. Nun werden
mit dem Dispenser die Diffusionssperrschichten bestehend aus der
Harzmischung und den plattchenférmigen Partikeln auf die beschichteten
LEDs gebracht. Diese beschichteten LEDs werden dann im
Trockenschrank bei 150°C Uiber 1 Stunde temperiert. Dabei hartet das

Harz der Diffusionssperrschicht aus.



WO 2011/079900 PCT/EP2010/007271
11

Abbildungen

Im folgenden soll die Erfindung anhand mehrerer Ausfilhrungsbeispiele
naher erlautert werden. Es zeigen:

Abb. 1: Homogene Verteilung der Glas- bzw. Silica-Plattchen in der Silikon
bzw. Epoxyharz-Matrix. 1: Silicon- / Epoxyharz, 2: Glas bzw.
Silicaplattchen, 3: LED-Chip, 4: Leuchtstoffpartikel; B) Separate
Diffusionssperrschicht; 5: Diffusionssperrschicht bestehend aus Silicon- /
Epoxyharz-Matrix, die nur die plattchenférmigen Partikel beinhaltet; 6:

eindiffundierendes Wasser.

Abb. 2: 1: Glas- oder Silicapartikel. Die plattchenférmigen Partikel sind
parallel ausgerichtet und Giberlappen sich in vertikaler Richtung, so dass

effektiv die Wasserdiffusion verhindert wird.

Abb.3: 1: Mittelwert der Messungen des Lichtstromes von 50 LEDs, welche
eine separate Wasserdiffusions-Barriere-Schicht aufweisen.

2: Mittelwert der Messungen des Lichtstromes von 50 LEDs, die eine
Wasserdiffusions-Barriere aufweisen. Dabei wurde der griine
Orthosilikatleuchtstoff mit plattchenférmigen Partikeln gemischt.

3: Mittelwert der Messungen des Lichtstromes von 50 LEDs, die keine

Wasserdiffusions-Barriere aufweisen.
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Patentanspriiche

1. Vergussmasse auf der Basis mindestens eines transparenten Silicon- oder
Epoxyharzes enthaltend anorganische Leuchtstoffpartikel sowie Glas-

und/oder Silicapartikel und eine UV- oder blaue Leuchtdiode.

2. Vergussmasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Glas-
und/oder Silicapartikel und die Leuchtstoffpartikel in der Vergussmasse

homogen verteilt sind.

3. Vergussmasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Glas-
und/oder Silicapartikel in der Vergussmasse dispergiert und planparallel
ausgerichtet sind und als separate Diffusionssperrschicht direkt auf einer
zusatzlichen Vergussmasse, welche ausschlieBlich die Leuchtstoffpartikel

enthalt, angeordnet sind.

4. Vergussmasse nach einem oder mehreren der Anspriche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Glas- und/oder Silicapartikel einen Durchmesser

von 5 bis 20 ym und eine Dicke von 0,1 bis 5 pm besitzen.

5. Vergussmasse nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der mittlere Korndurchmesser dso der
Leuchtstoffpartikel < 20 ym liegt.

6. Vergussmasse nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die anorganischen Leuchtstoffpartikel aus folgender

Gruppe ausgewabhilt sind:
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(Y, Gd, Lu, Sc, Sm, Tb); (Al, Ga)sO12:Ce (mit oder ohne Pr), (Ca, Sr,
Ba),SiO4:Eu, YSIO2N:Ce, Y,Si303N4:Ce, Gd2SizO3N4:Ce, (Y,Gd, Tb,Lu)Als.
«Six012.xNx:Ce, BaMgAl100+7:Eu, SrAl;04:Eu, SrsAl14025:Eu,
(Ca,Sr,Ba)SizN,02:Eu, SrSiAl,03N2:Eu, (Ca,Sr,Ba),SisNg:Eu, CaAlSiN;:Eu,
Zink-Erdalkaliorthosilikate, Kupfer-Erdalkaliorthosilikate, Eisen-Erdalkali-
orthosilikate, Molybdate, Wolframate, Vanadate, Gruppe-lll Nitride, Oxide,
jeweils einzeln oder Gemischen derselben mit einem oder mehreren

Aktivatorionen wie Ce, Eu, Mn, Cr und/oder Bi

7. Vergussmasse nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
anorganischen Leuchtstoffpartikel ortho-Silikate sind.

8. Verfahren zur Herstellung einer Vergussmasse auf der Basis mindestens
eines transparenten Silicon- oder Epoxyharzes enthaltend anorganische
Leuchtstoffpartikel sowie Glas- und/oder Silicapartikel und eine UV- oder
blaue Leuchtdiode, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:

a) homogenes Mischen anorganischer Leuchtstoffpartikel mit pulverférmigen
Glas- und/oder Silicapartikeln

b) Dispergieren der Mischung aus Leuchtstoffen und Glas- und/oder
Silicapartikeln mit dem transparenten Silicon- oder Epoxyharz.

c) Beschichten der blauen Leuchtdiode mit Silicon- oder Epoxyharz, welches
den Leuchtstoff und die Glas- und/oder Silicapartikel enthalt.

d) Ausharten der Beschichtung.

9. Verfahren zur Herstellung einer Vergussmasse auf der Basis mindestens
eines transparenten Silicon- oder Epoxyharzes enthaltend anorganische
Leuchtstoffpartikel sowie Glas- und/oder Silicapartikel und eine UV- oder
blaue Leuchtdiode, gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte:

a) Dispergieren der anorganischen Leuchtstoffpartikel mit Silicon- oder
Epoxyharz.
b) Beschichten der Leuchtdiode mit der Mischung aus Leuchtstoffpartikel
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und Silicon- oder Epoxyharz.

c¢) Ausharten der Beschichtung

d) Dispergieren der Glas- oder Silicapartikel in Silicon- oder Epoxyharz.
e) Herstellen einer Diffusionssperrschicht durch Beschichten der
ausgeharteten Leuchtstoffbeschichtung

f) Ausharten der Diffusionssperrschicht.

10.Verfahren nach Anspruch 8 und/oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Glas- und/oder Silicapartikel mit Silicium-organischen Verbindungen

oberflachenbeschichtet werden.



